Cikk: OG Contact foldelésre és arnyékolasra a Kitagawa fejlesztése

Bevezetés:

Napjainkban az EMC szikségességét részletezni nem sziikséges, hiszen mindenki
tudja, hogy az egyre ndvekvdé mikodési frekvencia és az egyre csokkend méret iranti
igény mind tdbb és tébb kompatibiltasi problémat okoz, és fog okozni a kézeljovében.
Az EMC elérésének maodjai a szlirés a foldelés és az arnyékolas valamint ezek
tetsz6leges kombinacidja, a gyartmanyokban a zavarallésag novelése valamint a
zajkibocsatas csOkkentése érdekében.

A KITAGAWA OG Contact-jai az arnyékolas és a foldelés tertletén adnak rendkivil
hatékony és nagyon jol automatizalhaté megoldast a mérnokok kezébe a
fejélesztéshez és a gyartashoz.

A fejlesztések egyre inkabb abba az iranyba mennek, hogy egy PCB-n (NYAKon)
egyszerre van jelen tobb fontos aramkaér. Egyre inkabb fontos az arnyékolas, a
szlrés, a foldelés kialakitasanak a minésége és hatékonysaga mar magan a PCB-n.
A KITAGAWA termékei a legujabb technoldgiakkal egyutt fejlédnek a piac igényeinek
kielégitése céljabal.

Az altalanos PCB-n keletkez6 zajrol csak nagyon réviden annyit, hogy alapvetéen a
GND ,NULL” potencial, de amikor a frekvencia n6, akkor a PCB foldeléseknek
impedanciaja lesz egyrészt a beépitett alkatrészek helyettesité képebdl adddodan,
masreészt a csatolasokkal létrejové L7 és ,C” tagokbdl. A kilonbdzé helyeken mas-
mas az impedancia egy féldelésen belll is. Ezek az impedancia kilénbségek
okozzak a potencial kulonbségeket a foldelésen és zaj generalddik.

Ha nagy terlleten kevés foldel6 6sszekotés, akkor nagy tertileten nagy kiterjedésu
orvényaramok alakulnak ki, és ezek az 6rvényaramok nagy zajt generalnak!

Az idealis foldelésrél Mark |. Montrose azt irja, hogy a féldelé pontok tavolsaga nem
nagyobb mint A/20 (azaz a hullamhossz huszada). A hullamhossz egy 500 MHz-es
aramkornél (ahol feltételezzik, hogy az effektiv dielektromos allando: €= 4 ) 30 cm.
Tehat a M20=1,5 cm. Ez azt jelenti, hogy egy nagyobbacska PCB-n igen sok
foldelési pontot kellene elhelyeznlink. Lasd a 1. abra:



1. abra.

Ennyi foldelési pontot csavarok elhelyezésével megoldani rendkivil nehéz és arrol
nem szolva, hogy mennyire koltséges. A csavarok megvaltoztathatjak, torzithatjak a
PCB geometrigjat, és egy olyan gép ami ennyi csavart kézi munka nélkul becsavar,
rengeteg pénzbe kerll. Természetesen a csavarok nagy helyet is foglalnak a PCB-n
és ezt a miniaturizalas koraban nem lehet megengedni. Ezen kivll szintén megoldas
a hagyomanyos arnyekol6 sapka és annak beforrasztasa, de ez is igen-igen
id6idényes, és draga is.

Nem is beszélve azokrodl a vezetbképes miianyag hazakrdél melyeket manapsag
egyre elterjedtebben hasznalnak. Ezeknél is igen nagy problémat jelent a foldeléssel
valé megfelel§ 6sszekotés kialakitasa. Hiszen nem furhatd-faraghaté akarhogyan
egy ilyen haz, és nem is lehet hozza forrasztani.

Az OG Contact-okat az SMT LUlteté automata be tudja ultetni (ra a PCB GND
vezetjére), igy kedvezé tulajdonsagai és elényei azonnal jelentkeznek:
e Nem kell hozza uj berendezés
Nem kell hozza kézi munkaerd
Teljesen automatizalhaté
Gyors
Hely- és idGtakarékos
Olcso (fentiekbdl kdvetkezben)

Az OG Contact-ot ugyan olyan alkatrészkeént kell tltetni, mint egy legegyszeribb
ellenallast, a megfeleld footprinttel. Ebbél adddik az, hogy nagyon gyors, és
koltséghatékony, mert vagy van valakinek SMT LUltetégépe, vagy dolgozik olyan
céggel, amelyik a belltetéssel foglalkozik, és igy valik olcsova és gyorssa az
arnyékolas kialakitasa.

Hogyan is néz ki egy ilyen alkatrész? Természetesen tobb profil is létezik, igy a
kuldnboz6 kialakitasi formakhoz és egyéb feltételeknek megfeleléen kialdnb6zd alaku
és nagysagu OG Contact-okat tudunk a vevéinknek kinalni.



Néhany példa a teljesség igénye nélkil az OG Contact-ok sokféleségére:
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A fenti abrak (2,3,4 abra) mutatjak, hogy a legegyszeribb formatol az egészen
bonyolultig sok fajta verzié a rendelkezésre all.

Azon kivil, hogy a vevé a formak kodzil tud valasztani, még az anyagokbdl és a
felUleti boritasbdl is tud a kivanalmainak megfeleléen.

Az anyagok féleg rozsdamentes aceél és réz-bellirium 6tvozet, a fellleti boritas pedig
onozas, nikkelezés vagy részleges (nem teljes fellletii) arany boritas.

A profil és a feluleti boritas kivalasztasanal nem csak a méretekre kell figyelni, hanem
arra is hogy a OG Contact-ok milyen hazhoz fognak csatlakozni, kdztlk a lehetd
legkisebb legyen galvan-potencial.

Az OG Contact-okat a PCB GND vezetéjére kell elhelyezni, ugy ahogy az a 6.a.
abran lathaté. A 6.b. abran azt mutatjuk meg, hogy hogyan fog kapcsolédni a doboz
tetejéhez a PCB.

6.a. abra

Shielded box

P.C. Board



6.b abra

Természetesen minél tdbb OG Contact-ot hasznalunk annal jobb lesz az arnyékolasi
hatékonysag. Hiszen minél tobb ponton torténik a 6sszekotés, dsszekottetes
kialakitasa, annal kisebbek lesznek azok a fellletek ahol az érvényaramok
kialakulhatnak. Minél kisebb a felllet, annal kisebb az energia, annal kisebb a
sugarzas energiaja.

A 7. abra mutatja, hogy hogyan osztja meg a OG Contact az 6rvényaramot. Akar
néhany darab alkatrész segitségével is megoszthatjuk az érvényaramokat, igy
csokkentve a sugarzast.
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7. abra.

Természetesen figyelni kell az elhelyezésre és az OG Contactok egymastol vald
tavolsagara, hogy korul-belul ugyan akkora legyen a tavolsag kozottuk. Ha nem
forditunk figyelmet a megfeleld helyen a megfelel6 szamu OG Contact elhelyezésére,
akkor arnyékolasi problémaink akar fel is er6sddhetnek.

Az OG Contact legfontosabb felhasznalasi terlletei:

Autoipar

Telekommunikacio

Vezérlbegységek

Szenzorok

Minden olyan helyen, ahol fontos a gyorsasag, a pontossag, az automatizalhatésag
és a koltséghatékonysag ott ezek az alkatrészek hasznalhatok.

Természetesen az OG Contact sem jelent megoldast minden EMC-s problémara, de
mindenképpen egy nagyon jol és egyszerlien hasznalhaté alkatrész és a KITAGAWA
cég mas anyagaival kombinalva egy teljes termékpalettat nyujt az EMC eléréséhez
sziukséges anyagokbdl és alkatrészekbdl mind a mérnokdknek a fejlesztés soran,
mind a gyartas folyamataban.

Szukfiel Gergely



